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(54) Procédé de fabrication en série de modules porte-fusible et modules porte-fusible obtenus
par le procédé

(57) Ce procédé consiste : a) à découper dans une
bande (1) de métal conducteur une succession de pai-
res de pièces conductrices (2,3), ayant chacune une
partie de contact (2a ou 3a) pour établir une liaison élec-
trique et mécanique détachable avec une patte de con-
nexion d'un fusible (13), et une partie de connexion avec
une carte à circuit imprimé (22), des éléments de shun-
tage (5) étant ménagés dans la région médiane de la
bande (1), chaque élément de shuntage (5) reliant entre
elles quatre pièces conductrices (2, 3) appartenant à
deux paires adjacentes de pièces conductrices ; b) à
plier en U la bande (1) de métal conducteur de telle fa-
çon que les éléments de shuntage (5) restent dans le

plan de la bande, que les parties de contact (2a, 3a) se
dressent perpendiculairement audit plan d'un côté de
celui-ci et que les parties de connexion soient en saillie
de l'autre côté dudit plan ; c) à adjoindre à la bande (1)
pliée en U des supports (7) en matière isolante moulée,
chaque support emprisonnant partiellement une paire
de pièces conductrices (2, 3), les deux parties de con-
tact (2a, 3a) et les deux parties de connexion de ladite
paire restant exposées, et chaque élément de shuntage
(5a) restant exposé entre deux supports (7) adjacents,
grâce à quoi on obtient une succession de modules por-
te-fusible (8), reliés les uns aux autres au moins par les
éléments de shuntage (5).
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
fabrication en série de modules porte-fusible, ainsi que
des barrettes de modules porte-fusible.
[0002] L'invention s'applique d'une manière générale
dans tous les cas où un ou plusieurs fusibles doivent
être installés sur une carte à circuit imprimé. L'invention
est applicable plus particulièrement, mais non exclusi-
vement, aux mini-fusibles utilisés dans le domaine de
l'industrie automobile et destinés à être installés sur une
carte électronique, par exemple sur une carte électroni-
que d'un calculateur embarqué dans un véhicule auto-
mobile ou encore sur un circuit imprimé de puissance
dit circuit PCB, comportant des pistes conductrices et
des trous métallisés.
[0003] Les mini-fusibles doivent être démontables et
accessibles aux réparateurs pour pouvoir être facile-
ment remplacés en cas de besoin. Une première tech-
nique connue pour installer le ou les fusibles sur une
carte à circuit imprimé consiste à prévoir, pour chaque
fusible, deux contacts qui sont implantés dans des trous
du circuit imprimé et soudés dans leurs trous respectifs.
L'ensemble est ensuite placé dans une enveloppe en
matière plastique comportant des moyens de guidage
du ou des fusibles à installer sur la carte à circuit impri-
mé. Le ou les fusibles sont installés sur ladite carte
après soudage sur cette dernière du ou des contacts
destinés à recevoir les fusibles. Une telle technique con-
nue nécessite un nombre d'opérations relativement
grand (mise en place de chacun des contacts, soudage
de ceux-ci sur la carte à circuit imprimé et branchement
de chacun des fusibles dans les contacts y associés),
opérations qui ne sont pas toujours facilement automa-
tisables. En outre, cette technique interdit le montage
des fusibles en tant que composants CMS (composants
à montage en surface).
[0004] Une autre technique connue consiste à insérer
à force les contacts dans des logements respectifs d'un
boîtier en matière plastique, de telle façon que les bro-
ches de connexion respectivement associées aux con-
tacts fassent saillie sur une face du boîtier. Ensuite, le
boîtier est présenté devant la carte à circuit imprimé et
les broches saillantes des contacts sont insérées dans
les trous métallisés de la carte à circuit imprimé et sou-
dées auxdits trous par exemple par soudage à la vague.
Les fusibles peuvent être branchés dans les contacts
du boîtier avant ou après l'opération de soudage des
broches de connexion dans les trous métallisés de la
carte à circuit imprimé.
[0005] Là encore, cette technique connue comporte
un nombre d'opérations relativement important (inser-
tion de chaque contact dans son logement respectif du
boîtier, branchement de chaque fusible, etc) et elle in-
terdit le montage du boîtier en tant que composant CMS.
[0006] En outre, dans ces deux techniques connues,
lorsque plusieurs fusibles ont une borne reliée électri-
quement à un même pôle d'une source de tension con-

tinue, il faut prévoir sur la carte à circuit imprimé une
piste de puissance capable de véhiculer une intensité
de courant relativement importante. La piste de puis-
sance doit donc avoir une épaisseur et/ou une largeur
de cuivre relativement importante. Or, il n'est ni rationnel
ni économique de donner à la couche de cuivre de la
plaque à circuit imprimé une épaisseur importante, dans
la mesure où les autres pistes conductrices du circuit
imprimé transportent usuellement des intensités de
courant nettement plus faible que celles de la piste de
puissance et ne nécessitent pas une épaisseur de cui-
vre si importante. D'autre part, une piste de puissance
de grande largeur occupe beaucoup de place sur une
carte à circuit imprimé, au détriment des autres pistes
conductrices, dont les trajets pourraient être plus sim-
ples et plus courts, et au détriment des dimensions to-
tales de la carte à circuit imprimé qui, sans cela, pourrait
être réduite.
[0007] La présente invention a donc pour but de re-
médier aux inconvénients de la technique antérieure ex-
posés ci-dessus.
[0008] A cet effet, l'invention fournit un procédé de fa-
brication en série de modules porte-fusible, caractérisé
en ce qu'il comprend les étapes consistant :

a) à découper clans une bande de métal conducteur
une succession de paires de pièces conductrices,
une paire étant prévue pour chaque module porte-
fusible, chaque pièce conductrice comportant une
partie de contact, destinée à l'établissement d'une
liaison électrique et mécanique détachable avec
une patte de connexion d'un fusible, et une partie
de connexion destinée à l'établissement d'une
liaison électrique avec une carte à circuit imprimé,
le découpage étant effectué de telle façon que les
deux pièces conductrices de chaque paire de piè-
ces conductrices soient disposées symétriquement
de part et d'autre de l'axe médian longitudinal de la
bande de métal conducteur et s'étendent transver-
salement par rapport audit axe, les parties de con-
nexion des deux pièces conductrices de chaque
paire s'étendant l'une vers l'autre vers ledit axe mé-
dian longitudinal, tandis que les parties de contact
des deux pièces conductrices de chaque paire
s'étendent dans des directions opposées, et de telle
façon que des éléments de shuntage soient ména-
gés dans la région médiane de la bande de métal
conducteur, chaque élément de shuntage reliant
entre elles quatre pièces conductrices appartenant
à deux paires adjacentes de pièces conductrices ;

b) à plier en U la bande de métal conducteur autour
de deux lignes de pliage parallèles à l'axe médian
longitudinal de ladite bande, de telle façon que les
éléments de shuntage restent dans le plan de la
bande, que les parties de contact des pièces con-
ductrices se dressent perpendiculairement audit
plan d'un côté de celui-ci et que les parties de con-
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nexion desdites pièces conductrices soient en
saillie de l'autre côté dudit plan ;

c) à adjoindre à la bande de métal conducteur pliée
en U des supports en matière isolante moulée, de
telle façon que chaque support emprisonne partiel-
lement une paire de pièces conductrices, les deux
parties de contact et les deux parties de connexion
de ladite paire restant exposées, et chaque élément
de shuntage restant exposé entre deux supports
adjacents, grâce à quoi on obtient une succession
de modules porte-fusible, reliés les uns aux autres
au moins par les éléments de shuntage.

[0009] Le procédé selon l'invention peut en outre pré-
senter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- le découpage de la bande de métal conducteur est
effectué de telle façon que chaque partie de contact
a la forme d'une lyre plate ;

- le découpage de la bande de métal conducteur est
effectué de telle façon que chaque élément de
shuntage comporte une partie centrale située sur
l'axe médian longitudinal de la bande et quatre bar-
rettes obliques reliant ladite partie centrale respec-
tivement auxdites quatre pièces conductrices ;

- l'adjonction des supports est effectuée par moulage
desdits supports directement sur la bande de métal
conducteur ;

- l'adjonction des supports est effectuée par insertion
de la bande dans les supports qui ont été préala-
blement moulés ;

- le moulage de chaque support est effectué de telle
façon que deux parois de guidage sont formées
d'un seul tenant avec le support, les deux parois de
guidage se dressant perpendiculairement audit
plan de la bande à l'extérieur des branches du U
formées respectivement par les parties de contact
de la paire de pièces conductrices partiellement
emprisonnées dans le support, pour servir de guide
à un fusible lors de son branchement dans lesdites
parties de contact ;

- la bande de métal conducteur est soumise à un trai-
tement contre l'oxydation avant l'étape de pliage ou
avant l'étape d'adjonction des supports;

- le moulage des supports est effectué de telle façon
que lesdits supports soient liés entre eux par au
moins une liaison sécable en matière isolante, et en
ce que, après l'opération d'adjonction des supports,
la bande de métal conducteur découpée, pliée et
munie des supports moulés est segmentée en grou-
pes de modules, chaque groupe de modules for-

mant une barrette comportant un nombre prédéfini
de modules porte-fusible ;

- au cours de l'opération de segmentation les élé-
ments de shuntage sont partiellement éliminés de
telle façon que subsistent seulement les parties des
éléments de shuntage reliant entre elles les pièces
conductrices qui sont situées d'un même côté de
l'axe médian longitudinal de la bande de métal
conducteur ;

- au cours de l'opération de segmentation, les élé-
ments de shuntage sont complètement éliminés par
découpage de manière à rendre les modules porte-
fusible électriquement indépendants les uns des
autres ;

- la bande de métal conducteur découpée, pliée et
munie de supports moulés pour les modules porte-
fusible est segmentée pour séparer les modules les
uns des autres, les éléments de shuntage étant
complètement éliminés par découpage au cours de
cette opération de segmentation ;

- le pliage est effectué de telle façon que les parties
de connexion se dressent perpendiculairement
audit plan de la bande de métal conducteur de fa-
çon, après segmentation, à être piquées dans des
trous d'une carte à circuit imprimé ;

- le pliage est effectué de telle façon que lesdites par-
ties de connexion sont cintrées de façon, après seg-
mentation, à être appliquées sur une carte à circuit
imprimé, les modules porte-fusibles étant alors des
composants à montage en surface ;

- un fusible est monté sur chaque module porte-fusi-
ble après l'opération d'adjonction des supports,
avant l'opération de segmentation.

[0010] L'invention fournit également un module porte-
fusible et une barrette de modules porte-fusible obtenus
par le procédé présentant une ou plusieurs des carac-
téristiques indiquées ci-dessus.
[0011] L'invention fournit également une barrette de
modules porte-fusible du type comprenant un support
en matière isolante portant plusieurs paires de pièces
conductrices, une paire par module porte-fusible, cha-
que pièce conductrice comportant une partie de contact,
qui est destinée à l'établissement d'une liaison électri-
que et mécanique détachable avec une patte de con-
nexion d'un fusible, et une partie de connexion qui est
destinée à l'établissement d'une liaison électrique avec
une carte à circuit imprimé, lesdites paires de pièces
conductrices étant espacées le long de l'axe médian
longitudinal de la barrette de telle façon que l'une des
deux pièces conductrices de chaque paire se trouve
d'un côté dudit axe médian et que l'autre pièce conduc-
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trice se trouve de l'autre côté dudit axe médian, carac-
térisée en ce que la barrette contient un élément de
shuntage qui relie électriquement toutes les pièces con-
ductrices situées d'un côté dudit axe médian longitudi-
nal.
[0012] Grâce à la présente invention, les deux pièces
conductrices (contacts) de chaque module porte-fusible
sont emprisonnées dans un support en matière isolante.
En conséquence, les deux pièces conductrices ou con-
tacts de chaque module porte-fusible, qu'ils soient indi-
viduels ou qu'ils fassent parti d'une barrette de modules
porte-fusible, n'ont pas besoin d'être insérées indivi-
duellement dans des trous d'une carte à circuit imprimé
ou dans un logement d'un boîtier commun à plusieurs
fusibles, ce qui simplifie déjà les opérations de mise en
place des fusibles sur une carte à circuit imprimé.
[0013] En outre, comme déjà indiqué plus haut, selon
la manière dont l'opération de pliage est effectuée, l'in-
vention permet d'obtenir des modules porte-fusible in-
dividuels ou des barrettes de modules porte-fusible
constituant soit des composants à piquer sur une carte
à circuit imprimé, soit des composants CMS. Ceci offre
de plus larges possibilités quant aux techniques utilisa-
bles pour l'implantation des modules porte-fusible ou
des barrettes de modules porte-fusible sur une carte à
circuit imprimé. En outre, les modules porte-fusible peu-
vent être conditionnés de façon à être utilisables par des
machines automatiques d'implantation de composants
sur des cartes à circuit imprimé.
[0014] Si on le désire, les fusibles peuvent être faci-
lement mis en place de manière automatique sur les
modules porte-fusible avant l'opération de segmenta-
tion de la bande. Ceci facilite donc le travail du fabricant
des cartes électroniques.
[0015] Enfin, dans le cas où le procédé selon l'inven-
tion conduit à une barrette de modules porte-fusible qui
contient un élément de shuntage reliant électriquement
toutes les pièces conductrices situées d'un même côté
de l'axe médian longitudinal de la bande de métal con-
ducteur, qui est aussi l'axe médian longitudinal de la bar-
rette de modules porte-fusible, il est alors possible de
se passer d'une piste conductrice de puissance sur la
carte à circuit imprimé, ou d'en réduire sensiblement la
longueur. Cela permet aussi de réduire au moins une
dimension de la carte à circuit imprimé et de simplifier
éventuellement le trajet des autres pistes conductrices,
voire de réduire la longueur de certaines d'entre elles si
elles devaient auparavant contourner la piste de puis-
sance pour éviter toute interférence avec elle.
[0016] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront mieux au cours de la description
suivante de diverses formes de réalisation de l'invention
données à titre d'exemple en référence aux dessins an-
nexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue partielle en plan montrant
une bande en métal conducteur après l'opération
de découpage du procédé selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue en plan, à plus petite échelle
que la figure 1, montrant l'état de la bande après les
étapes successives de pliage de la bande de métal
conducteur, de moulage des supports en matière
isolante et de mise en place des fusibles ;

- la figure 3 est une vue suivant la flèche F de la figure
2 montrant, à plus grande échelle, l'état de la bande
d'un métal conducteur après l'opération de pliage,
mais avant l'opération de moulage des supports en
matière isolante ;

- la figure 4 est une vue semblable à la figure 2, la
bande étant vue de dessous ;

- la figure 5 est une vue suivant la flèche G de la figure
2 ;

- la figure 6 est une vue en coupe suivant la ligne VI-
VI de la figure 5;

- la figure 7 est une vue en perspective, avec arra-
chement, montrant une barrette de modules porte-
fusible obtenue par le procédé suivant l'invention ;

- la figure 8 est une vue semblable à la figure 7, mon-
trant une autre forme de barrette de modules porte-
fusible avec shunt incorporé ;

- la figure 9 est une vue partielle montrant, à plus
grande échelle, le détail A des figures 7 et 8 ;

- la figure 10 est une vue partielle montrant, à plus
grande échelle, le détail B de la figure 7 ;

- la figure 11 est une vue partielle montrant, à plus
grande échelle, le détail C de la figure 8 ;

- la figure 12 est une vue en perspective montrant un
module porte-fusible individuel obtenu par le procé-
dé selon l'invention, ledit module étant équipé d'un
fusible ;

- la figure 13 est une vue en perspective montrant
l'ensemble module porte-fusible et fusible de la fi-
gure 12 dans une position renversée ;

- la figure 14 est une vue en perspective montrant
plusieurs ensembles module porte-fusible et fusible
selon les figures 12 et 13, collés sur une bande en
un matériau souple.

[0017] En se référant maintenant à la figure 1, on peut
voir un tronçon d'une bande 1 (représentée en traits
mixtes) en métal conducteur, par exemple à base de cui-
vre, dans laquelle a été découpée une succession de
paires de pièces conductrices 2 et 3 qui sont espacées
le long de la bande 1. Chaque pièce conductrice 2 ou 3
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comporte une partie de contact 2a ou 3a et une partie
de connexion 2b ou 3b.
[0018] Les parties de contact 2a et 3a de chaque paire
de pièces conductrices 2 et 3 sont destinées à établir
une liaison électrique et mécanique détachable respec-
tivement avec les deux pattes de connexion d'un fusible
comme on le verra plus loin. De préférence, les parties
de contact 2a et 3a sont découpées en forme de lyre
plate. Une telle forme en lyre plate permet d'obtenir une
forte pression de serrage pour un faible déplacement,
donc un bon contact électrique avec les pattes de con-
nexion du fusible et une forte force de maintien desdites
pattes de connexion entre les deux branches de chaque
partie de contact en forme de lyre plate. Les parties de
connexion 2b et 3b de chaque paire de pièces conduc-
trices 2 et 3 sont destinées à établir une liaison électri-
que avec une carte à circuit imprimé comme on le verra
également plus loin.
[0019] Les deux pièces conductrices 2 et 3 de chaque
paire de pièces conductrices sont disposées symétri-
quement de part et d'autre de l'axe médian longitudinal
4 de la bande de métal conducteur 1 et elles s'étendent
transversalement par rapport audit axe. Les parties de
connexion 2b et 3b des deux pièces conductrices 2 et
3 de chaque paire s'étendent l'une vers l'autre vers l'axe
médian longitudinal 4, tandis que les parties de contact
2a et 3a des deux pièces conductrices 2 et 3 de chaque
paire s'étendent dans des directions opposées, chacu-
ne vers un côté longitudinal respectif de la bande 1.
[0020] Le découpage de la bande 1 est en outre ef-
fectué de telle façon que des éléments de shuntage 5
soient ménagés dans la région médiane de la bande 1
entre les paires de pièces conductrices 2, 3. Chaque
élément de shuntage 5 relie entre elles quatre pièces
conductrices appartenant à deux paires adjacentes de
pièces conductrices 2, 3.
[0021] De préférence, chaque élément de shuntage
5 comporte une partie centrale 5a située sur l'axe 4, et
quatre barrettes obliques 5b à 5e, qui relient la partie
centrale 5a respectivement à quatre pièces conductri-
ces 2 et 3 appartenant à deux paires adjacentes de piè-
ces conductrices. La partie centrale 5a de chaque élé-
ment de shuntage 5 peut avoir par exemple une forme
circulaire ou annulaire, avec un trou 6 en son milieu,
tous les trous 6 étant régulièrement espacés le long de
l'axe 4 et pouvant servir, de façon connue en soi, à l'en-
traînement pas à pas de la bande 1.
[0022] Après avoir été découpée comme décrit en ré-
férence à la figure 1, la bande 1 peut être ensuite sou-
mise à un traitement contre l'oxydation et enroulée sous
la forme d'une galette et stockée temporairement en at-
tendant d'être soumise aux autres opérations qui seront
décrites plus loin. Le procédé de traitement contre l'oxy-
dation et les appareils pour sa mise en oeuvre son bien
connus et n'ont pas besoin d'être décrits.
[0023] La bande 1 découpée et éventuellement trai-
tée contre l'oxydation est ensuite amenée à passer suc-
cessivement à travers un poste de pliage I, un poste II

de moulage par injection ou d'insertion, un poste III d'in-
sertion de composant et enfin un poste IV de segmen-
tation comme montré dans la figure 2. Bien que dans la
figure 2 les postes I à IV soient représentés relativement
proches les uns des autres pour la commodité du des-
sin, ces différents postes peuvent en réalité se trouver
à une distance substantiellement plus grande les uns
des autres.
[0024] Dans le poste I, la bande 1 est pliée en U
autour de deux lignes de pliage parallèles à l'axe mé-
dian longitudinal de la bande comme montré dans la fi-
gure 3. Au cours de cette opération de pliage, les élé-
ments de shuntage 5 restent dans le plan de la bande,
tandis que les parties de contact 2a et 3a des pièces
conductrices 2 et 3 se dressent perpendiculairement
audit plan d'un côté de celui-ci. Les parties de connexion
2b et 3b font saillie de l'autre côté dudit plan, par exem-
ple perpendiculairement à celui-ci lorsque les parties 2b
et 3b sont destinées à être plantées dans des trous mé-
tallisés d'une carte à circuit imprimé.
[0025] Dans un mode de réalisation de l'invention, le
poste II est un poste de moulage par injection dans le-
quel des supports 7 en une matière thermoplastique iso-
lante sont moulés sur la bande 1. Dans le mode de réa-
lisation représenté sur la figure 2, à chaque arrêt de la
bande 1 dans le poste II, il est formé à chaque fois un
seul support 7 sur ladite bande, cette dernière étant
alors avancée à chaque fois d'un pas correspondant au
pas des paires des pièces conductrices 2, 3 le long de
la bande 1. Toutefois, il va de soi que le poste de mou-
lage pourrait être agencé pour former simultanément
plusieurs supports 7 sur la bande 1 à chaque arrêt de
celle-ci dans le poste II. Dans ce dernier cas, la bande
1 est avancée à chaque fois d'un pas correspondant à
un multiple du pas des pièces conductrices 2, 3 le long
de la bande 1.
[0026] Dans un autre mode de réalisation de l'inven-
tion, le poste II est un poste d'insertion, dans lequel la
bande 1 est insérée dans des supports qui sont sem-
blables aux supports 7 et qui ont été préalablement
moulés en une matière thermoplastique isolante.
[0027] Lors de l'opération de moulage ou d'insertion,
dans le poste II, chaque paire de pièces conductrices 2,
3 est partiellement emprisonnée dans le support 7 en
matière isolante, de telle façon que les deux parties de
contact 2a et 3a et les deux parties de connexion 2b et
3b de la paire de pièces conductrices 2, 3 restent expo-
sées et que chaque élément de shuntage 5 reste expo-
sé entre deux supports adjacents 7, comme montré
dans les figures 2, 4 et 6. Dans le mode de réalisation
de la figure 2, on obtient alors une succession de mo-
dules porte-fusible 8, qui ont chacun leur propre support
7 et qui sont reliés les uns aux autres par les éléments
de shuntage 5.
[0028] Cependant, dans le cas où plusieurs supports
7 sont adjoints par moulage ou par insertion en une seu-
le opération sur la bande 1 dans le poste II, les supports
7 peuvent être alors aussi reliés entre eux par au moins
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une liaison 9 en matière isolante, venue de moulage
avec les supports 7, comme on le verra plus loin en ré-
férence aux figures 7 à 10. Dans ce dernier cas, le pro-
cédé selon l'invention permet de former des barrettes
10 comportant chacune plusieurs modules porte-fusible
8.
[0029] Au cours de l'opération de moulage des sup-
ports 7, deux parois de guidage 11 et 12 peuvent être
aussi formées d'un seul tenant avec chaque support 7.
Comme cela est plus particulièrement visible dans les
figures 5 et 6 et également dans les figures 7, 8, 12 et
13, les deux parois de guidage 11 et 12 formées sur cha-
que support 7 se dressent perpendiculairement au plan
de la bande 1 à l'extérieur des branches du U formées
respectivement par les parties de contact 2a et 3a de la
paire de pièces conductrices 2, 3 partiellement noyées
dans le support 7.
[0030] Les deux parois 11 et 12 sont destinées à ser-
vir de guide pour un fusible ou mini-fusible 13 de type
connu, lorsque celui-ci est mis en place sur le module
porte-fusible 8 dans le poste III. Chaque fusible 13 a, de
façon connue, un corps 14 en une matière isolante et
de forme approximativement parallèlépipédique, sur
une face duquel font saillie deux pattes planes de con-
nexion 15 et 16. A l'intérieur du corps 14 est noyé un
élément conducteur qui est relié électriquement aux pat-
tes 15 et 16 et qui est calibré pour fondre lorsqu'il est
parcouru par un courant ayant une intensité prédéter-
minée. La largeur de l'intervalle entre les deux branches
de chaque partie de contact 2a ou 3a en forme de lyre,
à l'endroit où cet intervalle est le plus étroit, est dimen-
sionnée de façon à avoir une valeur légèrement plus pe-
tite que l'épaisseur des pattes de connexion 15 et 16 du
fusible 13.
[0031] Chacune des deux parois de guidage 11 et 12
a, lorsqu'elle est vue en bout, c'est-à-dire dans la direc-
tion d'insertion d'un fusible 13 entre elles, la forme d'un
canal en U peu profond, de telle façon que le fusible 13
soit guidé sur quatre faces lorsqu'il est inséré entre les
parois de guidage 11 et 12 du module porte-fusible 8,
tout en permettant la manipulation du fusible 13 à l'aide
d'une pince.
[0032] Au cours de l'opération de moulage des sup-
ports 7, une autre paroi 17 peut être également formée
d'un seul tenant avec chaque support 7 de manière à
se dresser perpendiculairement au plan de la bande de
métal conducteur, entre les deux parties de contact 2a
et 3a de chaque paire de pièces conductrices 2 , 3, com-
me cela est plus particulièrement visible dans la figure
5 et également dans les figures 7, 8, 12 et 13. Cette
paroi 17 est destinée à servir de butée pour limiter la
profondeur d'insertion du fusible 13 dans le module por-
te-fusible 8, comme cela est notamment visible dans la
figure 5.
[0033] Dans le poste IV, la bande 1 découpée, pliée
et munie de supports 7 moulés pour les modules porte-
fusible 8 est segmentée à l'aide d'un outil de coupe ap-
proprié. Dans le mode de réalisation de la figure 2 où

les supports 7 sont indépendants les uns des autres et
reliés entre eux seulement par les éléments de shunta-
ge 5, l'opération de segmentation peut alors simplement
consister à éliminer complètement par découpage les
éléments de shuntage 5. On obtient alors des modules
porte-fusible 8 individuels comme celui représenté sur
les figures 12 et 13, chaque porte-fusible individuel 8
étant éventuellement garni d'un fusible 13 si un tel fusi-
ble y a été inséré au cours du passage du module porte-
fusible dans le poste III.
[0034] Sur la figure 12, on peut voir que le fusible 13
est retenu dans le module porte-fusible 8 par deux er-
gots d'encliquetage 18 et 19 situés sur les faces internes
mutuellement opposées des parois de guidage 11 et 12,
à l'extrémité supérieure de celles-ci. Ces ergots d'encli-
quetage 18 et 19 peuvent être formés d'un seul tenant
avec les parois 11 et 12 lors de l'opération de moulage
dans le poste II.
[0035] Les modules porte-fusible individuels 8 ainsi
obtenus peuvent être par exemple livrés en vrac, en
bande alvéolée, en tube, etc..., ou encore, ils peuvent
être collés avec un pas d'espacement prédéfini p sur
une bande souple 21 recouverte d'une couche adhésive
comme montré sur la figure 14. La bande 21 garnie de
modules 8 est ensuite enroulée sous la forme d'une ga-
lette utilisable dans un processus de pose automatique
de composants sur une carte à circuit imprimé.
[0036] Dans un autre mode de réalisation de l'inven-
tion, lorsque les supports 7 des modules porte-fusible 8
sont aussi reliés entre eux par au moins une liaison 9
en matière isolante, par exemple deux liaisons 9, com-
me montré sur les figures 7, 9 et 10, l'opération de seg-
mentation peut être effectuée en coupant les deux
liaisons 9 et l'élément de shuntage 5 entre deux modu-
les porte-fusible 8 adjacents, tous les n modules porte-
fusible, n étant un nombre entier prédéterminé. Dans
ces conditions, on obtient des barrettes 10 comportant
chacune n modules porte-fusible 8, par exemple trois
modules porte-fusible comme montré dans la figure 7.
Dans ce cas, le nombre n est égal à trois, mais il va de
soi qu'il pourrait être plus petit ou plus grand que trois.
[0037] Dans la barrette 10 représentée sur la figure
7, tous les éléments de shuntage 5 ont été complète-
ment éliminés par découpage afin de rendre les modu-
les porte-fusible 8 électriquement indépendants les uns
des autres.
[0038] En choisissant un outil de coupe approprié, il
est également possible de faire en sorte que chaque
élément de shuntage 5 ne soit coupé que partiellement,
comme montré dans la figure 8. Dans ce cas, dans la
barrette 10 obtenue après segmentation, seules subsis-
tent les parties des éléments de shuntage 5 reliant entre
elles les pièces conductrices qui sont situées d'un mê-
me côté de l'axe médian longitudinal de la bande de mé-
tal conducteur, par exemple, les pièces conductrices 2
comme montré dans la figure 8. Etant donné que dans
ce cas les supports 7 des divers modules porte-fusible
8 constituant la barrette 10 restent reliés entre eux par
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une partie des éléments de shuntage 5 après segmen-
tation de la bande et découpage des éléments de shun-
tage, les liaisons 9 situées entre les supports 7 adja-
cents du même côté de l'axe médian longitudinal que
les parties restantes des éléments de shuntage 5 peu-
vent être omises comme montré dans les figures 8 et
11. Cela permet non seulement d'économiser de la ma-
tière isolante, mais également de faciliter l'opération de
segmentation, puisqu'il n'y a plus qu'une seule liaison 9
à couper entre deux modules porte-fusible 8 adjacents
pour détacher les barrettes 10 les unes des autres.
[0039] La forme de réalisation de la barrette 10 de mo-
dules porte-fusible 8 représentée dans la figure 8 est
particulièrement intéressante dans le cas où les fusibles
13 installés sur la barrette 10 sont destinés à être reliés
électriquement à une même borne d'une source de cou-
rant. Dans ce cas, pour relier entre elles toutes les par-
ties de connexion 2b de la barrette 10, il n'est plus né-
cessaire de prévoir une piste de puissance sur la carte
à circuit imprimé sur laquelle la barrette 10 est destinée
à être montée, et il suffit de connecter l'une des parties
de connexion 2b de la barrette au circuit imprimé.
[0040] Dans les exemples de réalisation décrits ci-
dessus, après l'opération de pliage de la bande 1 de
métal conducteur, les parties de connexion 2b et 3b des
pièces conductrices 2 et 3 s'étendent perpendiculaire-
ment au plan de la bande 1 comme cela est notamment
visible dans les figures 3 et 5. Dans ce cas, après seg-
mentation de la bande, on obtient des modules porte-
fusible 8 ou des barrettes 10 de modules porte-fusible
8 sous la forme de composants électriques destinés à
être plantés dans des trous métallisés d'une carte à cir-
cuit imprimé, comme la carte 22 partiellement représen-
tée en traits mixtes dans la figure 5. Toutefois, si on le
désire, les deux parties de connexion 2b et 3b peuvent
être cintrées comme cela est représenté en traits mixtes
dans la figure 3 pour la partie de connexion 2b, de telle
façon que l'on obtienne, après segmentation de la ban-
de, des modules porte-fusible 8 ou des barrettes 10 de
modules porte-fusible 8 sous la forme de composants
électriques à montage en surface (composants CMS).
[0041] Il est du reste bien entendu que les modes de
réalisation de l'invention qui ont été décrits ci-dessus ont
été donnés à titre d'exemple purement indicatif et nul-
lement non limitatif, et que de nombreuses modifica-
tions peuvent être apportées par l'homme de l'art sans
pour autant sortir du cadre de l'invention. C'est ainsi no-
tamment que l'opération de mise en place des fusibles
13 dans les modules porte-fusible 8 (poste III) et l'opé-
ration de segmentation de la bande 1 (poste IV) ne sont
pas nécessairement effectuées sur la même chaîne de
production que celle qui effectue le pliage de la bande
1 (poste I) et le moulage des supports 7 (poste II). En
effet, après l'opération de moulage, la bande 1 munie
des supports 7 pourrait être par exemple enroulée sous
la forme d'une galette et temporairement stockée sous
cette forme.

Revendications

1. Procédé de fabrication en série de modules porte-
fusible (8), comprenant les étapes consistant :

a) à découper dans une bande (1) de métal
conducteur une succession de paires de pièces
conductrices (2,3), une paire étant prévue pour
chaque module porte-fusible (8), chaque pièce
conductrice (2 ou 3) comportant une partie de
contact (2a ou 3a), destinée à l'établissement
d'une liaison électrique et mécanique détacha-
ble avec une patte de connexion (15 ou 16) d'un
fusible (13), et une partie de connexion (2b ou
3b) destinée à l'établissement d'une liaison
électrique avec un circuit, le découpage étant
effectué de telle façon que des éléments de
shuntage (5) soient ménagés dans la région
médiane de la bande (1) de métal conducteur ;

b) à plier la bande (1) de métal conducteur de
telle façon que les éléments de shuntage (5)
restent dans le plan de la bande et que les par-
ties de contact (2a, 3a) des pièces conductrices
(2, 3) se dressent perpendiculairement audit
plan d'un côté de celui-ci ; et

c) à adjoindre un support en matière isolante
moulée à la bande (1) de métal conducteur
pliée ;

caractérisé en ce que :

- à l'étape a) le découpage est effectué de telle
façon que les deux pièces conductrices (2, 3)
de chaque paire de pièces conductrices soient
disposées symétriquement de part et d'autre
de l'axe médian longitudinal (4) de la bande (1)
de métal conducteur et s'étendent transversa-
lement par rapport audit axe, les parties de con-
nexion (2b, 3b) des deux pièces conductrices
(2, 3) de chaque paire s'étendant l'une vers
l'autre vers ledit axe médian longitudinal (4),
tandis que les parties de contact (2a, 3a) des
deux pièces conductrices de chaque paire
s'étendent dans des directions opposées, et de
telle façon que chaque élément de shuntage (5)
relie entre elles quatre pièces conductrices (2,
3) appartenant à deux paires adjacentes de
pièces conductrices ;

- à l'étape b) la bande (1) est pliée en U autour
de deux lignes de pliage parallèles à l'axe mé-
dian longitudinal (4) de ladite bande, et de telle
façon que les parties de connexion (2b, 3b)
desdites pièces conductrices soient en saillie
de l'autre côté du plan de la bande, pour per-
mettre leur connexion à une carte à circuit im-
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primé (22) ; et

- à l'étape c) plusieurs supports (7) en matière
isolante sont adjoints à la bande (1) de telle fa-
çon que chaque support emprisonne partielle-
ment une paire de pièces conductrices (2, 3),
les deux parties de contact (2a, 3a) et les deux
parties de connexion (2b, 3b) de ladite paire
restant exposées, et chaque élément de shun-
tage (5a) restant exposé entre deux supports
(7) adjacents, grâce à quoi on obtient une suc-
cession de modules porte-fusible (8), reliés les
uns aux autres au moins par les éléments de
shuntage (5).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le découpage de la bande (1) de métal conduc-
teur est effectué de telle façon que chaque partie
de contact (2a, 3a) a la forme d'une lyre plate.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le découpage de la bande (1) de métal conduc-
teur est effectué de telle façon que chaque élément
de shuntage (5) comporte une partie centrale (5a)
située sur l'axe médian longitudinal (4) de ladite
bande et quatre barrettes obliques (5b-5d) reliant
ladite partie centrale respectivement auxdites qua-
tre pièces conductrices (2, 3).

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'adjonction des supports (7) est effectuée par
moulage desdits supports directement sur la bande
(1) de métal conducteur.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'adjonction des supports (7) est effectuée par
insertion de la bande (1) dans les supports (7) qui
ont été préalablement moulés.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le moulage de chaque support (7) est effectué
de telle façon que deux parois de guidage (11, 12)
sont formées d'un seul tenant avec le support, les
deux parois de guidage (11, 12) se dressant per-
pendiculairement audit plan de la bande (1) à l'ex-
térieur des branches du U formées respectivement
par les parties de contact (2a, 3a) de la paire de
pièces conductrices (2, 3) partiellement emprison-
nées dans le support (7), pour servir de guide à un
fusible (13) lors de son branchement dans lesdites
parties de contact.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la bande (1) de métal conducteur est soumise
à un traitement contre l'oxydation avant l'étape de
pliage ou avant l'étape d'adjonction des supports
(7).

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le moulage des supports (7) est effectué de telle
façon que lesdits supports (7) soient liés entre eux
par au moins une liaison (9) sécable en matière iso-
lante, et en ce que, après l'opération d'adjonction
des supports (7), la bande (1) de métal conducteur
découpée, pliée et munie des supports moulés est
segmentée en groupes de modules (8), chaque
groupe de modules formant une barrette (10) com-
portant un nombre prédéfini de modules porte-fusi-
ble (8).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu'au cours de l'opération de segmentation lesdits
éléments de shuntage (5) sont partiellement élimi-
nés de telle façon que subsistent seulement les par-
ties des éléments de shuntage reliant entre elles les
pièces conductrices (2) qui sont situées d'un même
côté de l'axe médian longitudinal (4) de la bande (1)
de métal conducteur.

10. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu'au cours de l'opération de segmentation, lesdits
éléments de shuntage (5) sont complètement élimi-
nés par découpage de manière à rendre les modu-
les porte-fusible (8) électriquement indépendants
les uns des autres.

11. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la bande (1) de métal conducteur découpée,
pliée et munie de supports moulés (7) pour les mo-
dules porte-fusible (8) est segmentée pour séparer
lesdits modules (8) les uns des autres, les éléments
de shuntage (5) étant complètement éliminés par
découpage au cours de cette opération de segmen-
tation.

12. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le pliage est effectué de telle façon que lesdites
parties de connexion (2b, 3b) se dressent perpen-
diculairement audit plan de la bande (1) de métal
conducteur de façon, après segmentation, à être pi-
quées dans des trous d'une carte à circuit imprimé
(22).

13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le pliage est effectué de telle façon que lesdites
parties de connexion (2b, 3b) sont cintrées de fa-
çon, après segmentation, à être appliquées sur une
carte à circuit imprimé, les modules porte-fusibles
étant alors des composants à montage en surface.

14. Procédé selon la revendication 8 ou 11, caractérisé
en ce qu'un fusible (13) est monté sur chaque mo-
dule porte-fusible (8) après l'opération d'adjonction
des supports (7), avant l'opération de segmenta-
tion.
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15. Module porte-fusible, caractérisé en ce qu'il est ob-
tenu par le procédé selon la revendication 11.

16. Barrette de modules porte-fusible, caractérisée en
ce qu'elle est obtenue par le procédé selon la re-
vendication 8.
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